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［様式６］ 

サブテーマ名：高輝度光ビームによる薄膜形成技術に関する研究 

 小テーマ名：単結晶シリコン基板表面のレーザ光洗浄法の基礎解析 

サブテーマリーダー（所属、役職、氏名） 福井工業高等専門学校、教授、太田泰雄 

  研究従事者（所属、役職、氏名）   信越化学工業㈱開発室、室長、大橋 健  

                    信越化学工業㈱、研究員、津森俊宏 

研究の概要、新規性及び目標 

 

 ①研究の概要   

  織布研摩による超鏡面単結晶シリコン基板の創成 

 

 ②研究の独自性・新規性  

  現在、ハードディスク基板の研摩は機械化学研摩によって行っているが、これを織  布研摩

などによる研摩法を取り入れるものである。 

 

 ③研究の目標（各フェーズ毎に数値目標等をあげ、具体的に） 

フェーズI ハードディスク用シリコン基板の材料選定、および加工・研摩法の確立。 

フェーズⅡ シリコン表面粗度0.2nmの達成。 

フェーズⅢシリコン基板の製品化 

研究の進め方及び進捗状況（目標と対比して） 

 

フェーズⅠ：（1） 基板の動特性を知るために、ディスクテスターを用い、回転時の基板のフラッ

ター特性などを調べた。その結果、さらにシリコン基板の表面の機械的特性、特に高速回転時の動

作などについての詳細なデーターが測定された。 

（2） 衝撃耐久試験を行いハードディスク基板としての強度を確認した。 

（3） 結晶の切り出しから薄膜基板ウエーハー成形などの基礎技術の習得を行った。 

これらの研究成果により、単結晶シリコンの表面粗度1.0nm以下を達成した。 

フェーズⅡ： 

 

フェーズⅢ：研究成果の実用化を目的として、これまで得られた研究成果をベースに残された研究

課題の解決を図る。 

主な成果 

  具体的な成果内容：ハードディスク用薄膜磁性媒体の基板として、現在、幅広く用いられている

、強化ガラスなどに替わって、素材として単結晶シリコンを用いる場合の高精度成型加工法、研摩

法などを確立しつつある。 

 

特許件数：０           論文数：０          口頭発表件数：０ 

研究成果に関する評価 

 １ 国内外における水準との対比 

単結晶シリコン基板はハードディスク材料としては未だ工業的に内外で用いられていない。今回の

研摩により、単結晶シリコンが電子材料用途として求められる純度、均一性のみならず、ハードデ

ィスク用部品として実様に足る機械特性を有することが確認された。 

 

 ２ 実用化に向けた波及効果   

 薄膜磁性媒体として単結晶シリコン基板が用いられると、次世代の垂直記録媒体方式への適用の

みならず基板に対して一層の純度、均一性、平滑性が要求される自己組織化媒体、パターンニング

手法が要求されるパーターンドメディアなどの次次世代の記録媒体の実用が具現化する可能性が有

る。  

又、製造技術の波及効果という側面では、主に２次元的な加工が重視されてきた単結晶Siウエーハ

を、高い加工精度で３次元加工する技術の開発が確立する出来る為、電子的な機能性を有する機械

に応用できる。 
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残された課題と対応方針について 

ＪＳＴ負担分（千円） 地域負担分（千円）  
H 

12 
H 

13 
H 

14 
H 

15 
H 

16

H 

17
小計

H 

12

H 

13 
H 

14

H

15

H 

16 
H 

17 
小計 

合 計

人件費 45 129 133 192 208 163 870 5,000 5,000 1,200 0 520 0 11,720 12,590

設備費 0 0 0 0 0 0 0 1,500 4,000 250 0 0 0 5,750 5,750

その他研究費

（消耗品費、

材料費等） 0 0 0 0 0 0 0 2,100 1,700 450 610 610 560 6,030 6,030

旅費 4 52 47 17 17 10 147 800 750 0 70 50 50 1,720 1,867

その他 5 6 96 9 57 37 210 0 0 0 0 0 0 0 210

小  計 54 187 276 218 282 210 1,227 9,400 11,450 1,900 680 1,180 610 25,220 26,447

代表的な設備名と仕様［既存（事業開始前）の設備含む］ 

  ＪＳＴ負担による設備：なし 

  地域負担による設備：ディスクテスター 

※複数の研究課題に共通した経費については按分する 


